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要 日
本研究では,直径 200μmの硬銅線,軟銅線,アル ミ線,2種類の銅クラッドアル ミ線の5種類
を供試材(それぞれ (h―H―Wirc,Cu―A―Wirc,Al―Wire,Cu15%CA―Wirc,Cu5%CA‐Wireと称する)
として用いて軸疲労試験を行い,疲労強度特性について検討を行った。また,疲労強度特性に影
響を与える因子を調査するため,各種線材に対 して疲労試験前後の硬 さ分布を求めた.カロえて ,
Cu―H―Wire及び Cu_A―Wircに電解研磨を施 し,線径 165μm,100μmの異なる二種類の疲労試験片
(それぞれ D165Cu―H―Wire―P,D165Cu―A W¨ire―P,D100Cu―H―Wirc―P, D100Cu―A―Wirc―Pと称する)
を作製 し,線径の違いが疲労寿命に及ぼす影響について調べた。その結果から以下の結言を得た。
.5種類の供試材 と2種類の電解研磨材を用いて疲労試験を行った.その結果,Cu_H―Wircの疲労
限度は引張強度の 37%,Cu―A―Wireは78%となりCu_H_Wireの疲労限度は大きく低下すること
がわかった.また,Al‐Wireの疲労限度は引張強度の85%,Cu5%C生―Wircは73%,Cu15%CA¨Wire
は58%となり,銅の割合が増えると疲労限度が低下した.Cu―A―WireとCu―A―Wirc―Pの疲労寿命
はおおむね等しくなつたが,CuH¨―wire―Pの疲労限度は,引張強度の約48%となりCu_H_Wireよ
り高くなった。
.疲労試験が供試材の硬さに及ぼす影響を調べた結果,Cu_H―Wircは疲労試験によつて硬さは低
下,Cu_A―Wircは疲労試験によつて硬さが上昇した.これはそれぞれ繰返し負荷による加工軟化
と加工硬化の影響と考えられる。なお,Al―Wire及びクラッド線のアルミ部は,疲労試験による
硬さ変化は見られなかつた
。Cu―H―Wire―Pの引張強度は CuH¨―Wireの約 70%であつた。これは,Cu_H―Wircの表面層に存在
する,伸線加工により付与された加工硬化組織が原因である。これが,先に述べたCu_H―V?rc―P
の疲労限度/引張強度が Cu_H―R/ircより高くなる理由である
.Cu―H‐Wireの表面層には優先方位を持つ結晶粒が,中心部には安定方位を持つ結晶粒が存在す
ると推測される.繰返し負荷により,優先方位を持つ結晶粒は回転し転位が消滅したため,加工
軟化が起こったと思われる.結果として,疲労試験後の Cu―H―V?reとCu_A―恥互re表面の硬さは等
しくなるため,両者の疲労限度は等しくなると考えられる.
